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. Motivation

CONSTAT : La Micro-Nano-structuration de matériau/surface:

« permet d’explorer des fonctions a “linfini”

- s’applique a de multiples champs d’applications : électronique,
photonique, microfluidique, biotechnologies, capteurs, etc.

COMMUNAUTE PARTAGE de savoir-faire

e Masse critique suffisante e Experts
e Académiques et industriels « Utilisateurs
e Multi-disciplinaire e Compeétences complémentaires....
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I I' TeCh n O logl e N I L Multi-applications B Electronique flexible:

TCE, capteurs piezo, capacitif...

ano mpl'iﬂt ithography 0 Fonctions bioinspirées:

hydophobie, antifouling, couches adhesives...
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Procédé Mutli-échelle Procédé multi-matériau Procédé grande surface OPTIQUE: -
lentilles, OLEDS, matériau AR...
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NIL:
2 approches

¥ R2R-UV-imprint into JR NiLcure-bio
~resin on post consumer recycled PET-
substrate film ,JOANNEUM
RESEARCH

 UV-NIL: compatible Grande surface

AN

application

 NIL Thermique:

 réepond au multi-matériaux
« résolution

Vol. 41, No. 15 / August 1 2016 /
Optics Letters 3423




e Moule transparent et souple

UV NIL Pows

e Conformite et uniformite
e RT process, faible pression
e Résine / matériau photo-sensible

Résines commerciales

- su-8
Procédé Soft PMMA
UV Curing Colle UV
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NIL Resist on Substrate Imprint Nanostructures Detach Stamp mr-NIL212FC Micro Resist

Image Credit: EV Group




e Moule rigide

NIL Thermique

e Architecture complexe

e Fort rapport d’'aspect
e 3D

e Multi materiaux
materiaux fonctionnels

Pressurized Résines .
Heating Thermoplastiques

\ A /
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Polymer Substrate Molding Demolding Nano Research (2017) 11(5)

Résine verte INL

Image Credit: EV Group



Viscosity

NIL Thermique

Glass transition and flow temperature of PMMA
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Thermoplastic Polymer for Thermal NIL

mr-1 TBS — Polymer for lab-on-a-chip, optical and bio applications

The mr-l TES sefies has been developed preferably for permanent spphications
in fab-on-a-chip systems, microfluidics, and microoptical companants.
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l Procedes

Image credit : EVG gro¥




1- “mastering”

LITHOGRAPHIE
ELECTRONIQUE

PHOTOLITHOGRAPHIE

DEVELOPPEMENT /
TRANSFERT

REVETEMENT ANTI-
ADHESIF

Molécules fluorées

(phase liquide ou gazeuse)

http://www.nanopedia.org/index.php?title=Nanoimprint_Lithography

A Structuration multi-échelle
Designs infinis
3D par niveaux de gris

Coulage d’un polymére Dépot électrolytique Assemblage
(PDMS)
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2 - Procedes
Step and repeat

NIL THERMIQUE UV-NIL

Alignement du L '
o @ 7 thermal UV-exposure
tampon : At
. . 300-mm and 200-mm SCHOTT
liquidicurable Roller Imprint RealView™ glass substrates imprinted
in an EVG® HERCULES® NIL system
ETAPE d'IMPRESSION

Contrdle de la
viscosité, capillarité

thermal
Plate-to-Plate Roll-to-Plate Roll-to-Roll S S
Démoulage - n -
AR i | ™
Réutilisation ’ JM—N (@\ necoort (237

thermoplastic

T oo

Kooy et al. Nanoscale Research Letters 2014, 9:320

Microelectron Eng
2011, 88:2045-2047

http://www.nanopedia.org/index.php?title=Nanoimprint_Lithography v



3 - Au dela du procédé NIL

Impression par micro-contact

tlastomer stamp (PLMS)

devices altach Lo slamp by
Van der Waals lorees

=%

native substrate with .
“printable” devices 4

devices transfer devices prAnt onto non

onto the stamp natiw target substrate

X-Celeprint

Solar PVCs

Interconnects

RF Sensors

Laser
Diodes
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+L&S 100nm_x

‘ ( DURABILITE du moule Profiles complexes multi-echelles

Contact angel[” ]

Avantages

Emptint number

Nanomaterials 2020, 10, 1956

Nombres d'impressions ++++

Pattern fidelity

|
| . L
| 249 puces (lignes 300-500nm

Compatibles mutli-matériau |
NIL / Silice poreuse @ INL TOK/EVG 7200 SmartNIL

“low cost” : polymers, sol-gel...

m Couche résiduelle
InCOnVénientS m Défectivité He I e

Substrate
m Sticking

Structural color in chocolates
@ETH Zurich

- y.. T I Bt St (e
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Ill. Réseau international =

10000
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4000

I an 2000

Mot clés “Nanolmprint Lithography” +

key word: "Nanoimprint Lithography" @ Key word : "Microcontact Printing"

ternationale annuelle

H-nano structures :

Depuis 2002 NT conference
science de la vie

Métamatériaux Anti-reflet

https://www.nnt2023.org/#agenda

Depuis 2013 NiLindustrialday A UNITED CONFERENCE:

NNEZZZNILIN

2||-27 JUNE 2024, SWEDEN

16



IV. Les ressources en France

F‘LLI_I‘_ wafer
MASTER MOLD | Uvi 3
Full wafer . b
UV NIL

Aligner EVG 620
ot

Polymer

R
Y Full y
uv

~ o~

pleds network .~ ~.°
"~ """ Imprinted PMMA

Obducat Eitre 6

UV NIL & Th-NIL =

Step&Repjat
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IV. Les ressources en France

Communauté

https://surys.com/fr/ https://psl.eu/en/node/3303
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Reseau : construction 2021

Journée Nationale de la Lithographie par Nano-Impression 2021

Les journées organisées en 2021 sont a l'origine du réseau. Partagées en 2 demies journées, elles visaient a

rassembler la communauté scientifique impliquée, en tant qu’acteurs ou utilisateurs, dans le développement des

technigues jusqu’a l'int

| était impaortant de pouvoir donner une vision globale

S

domaines, la mutualisation des expertises, l'exploitation de la complémentarité des moyens. (Site INIL 2021

journées seront renouvelées en 2023,

90 inscriptions
En
..\J-NIL\2021\Programme JNIL 2021.pdf visioconférence

Site internet :
http://www.renil.fr/
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49 inscriptions
en présentiel

RENATECHs
*

Save the date

J-NIL 2023 du 11 au 12 Mai 2023, Lyon

Aprés les J-NIL 2021, le comité d’organisation du Réseau National Lithographic par micrel Ith 2 EVIDENT
Nanolmpression (RéNIL) vous invite aux prochaines journées consacrées aux procédés de - . e
Lithographie par Nanolmpression et aux développements technologiques associés. Conferenciers OLYMPUS

. oy 2
Ces journées sont ouvertes a toutes et tous et couvrent un large spectre d'applications. C’est une invites '(EYE N CE

nouvelle occasion de rassembler la communauté scientifique qui souhaite partager ou découvrir

les développements associés a ces technologies.

Les J-NIL 2023 se tiendront les 11 et 12 mai 2023 a I'Institut des Nanotechnologies de Lyon I .

( hitps://inl.cnrs.fi/ ) au sein de son nouveau batiment Iréne Joliot Curie sur le campus

universitaire de La Doua a Villeurbanne. f\J avantor-

Solnil
*Pour vous inscrire : site du réseau RENIL : hitp://www.renil.fi/ ONGLET : M

ou https: //events-inl.ec-lyon.fr/jnil 2023/ ) CElL\lTR ALELYON / T
Inscription GRATUITE mais obligatoire pour les étudiants et contractuels / 5 k)
Inscription 160€ pour les personnels chercheurs permanents (via Azur Colloques) .'f|'_ '
Incription 320€ pour les indsutriels et start-up avec possibilité d’accueil sur stand
(réglement via Azur Colloques)

RENATECH

L ) WS e AAOAADCATN

Attention, le nombre de places est limité!

SR A due s ammar ..\J-NIL\2023\ProgrammelJNIL2023.pdf ot %

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! q

Le comité d”organisation RéNIL.
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Réseau ReNIL : et
maintenant?

1. Overture aux GDR : aujourd’ hui

2. Mise en place d’'un Comité de gouvernance

Acteurs historiques (INL, LTM, C2N, LAAS, Renatech) et autres
(LHC, CEA)...

3. Mise en place d’un Comité d’animation du réseau

Céline Chevalier — CNRS INL

équipe support RENATECH
CNRS Ingénierie

4. Prochaine animation: Printemps 2024

e Consolider la communauté

 Elargir la communauteé

Mutualiser les expertises

Exploiter la complémentarite des
moyens et des compeétences

Proposer une animation scientifique

Faire naitre des collaborations

21



Besoins

Moyens Humains
[ motivations

Animation

Jrganisatior

COMPETENCES Technologiques

Process
Full wafer Master : soft-NIL | | Résines, matériau | | Indstriels et start- inspection

Roller-type NIL termique fonctionnels, up Moules,
Hybrid... ulti-échelles chimie... Applications impressions..
o f -

COMPETENCES fondamentales et simulations

Sciences
Théorie surface et =,

, . X Rhéologie
Rhéologie interface, « filling »
« filling » mécanique des « curing »
« curing » fluides... Démoulage

Démoulage..

22



Merci pour votre
participation

Temps d’échange
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Q/R

Comment devenir actrices/acteurs du réseau

Forum : via Renatech ? Via le site internet?

Echanges réguliers (Tous les 2 mois - trimestriel)

12 Avrila 13h:

- mise en place de Groupes de compétences

- Présentations : JNTE, JNMO, J. Renatech, sessions de conférences (
17-19 Juin https://www.emlc-conference.com/en

Objectifs court et moyen terme (GDR, formation... journées du réseau => 2025

24



